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平成23年６月17日 

各 位 

会 社 名 株式会社テラプローブ 

代表者名 代表取締役社長 越丸 茂 

（コード：6627 東証マザーズ）

問合せ先 Ｉ Ｒ 室 長 小西 豊 

（TEL．045－476－5711）

 

 

子会社の異動並びに新たな事業の開始に関するお知らせ 

 

 

当社は、カシオ計算機株式会社（以下、「カシオ」といいます。）より、カシオが設立し、カシオの連結子会

社であるカシオマイクロニクス株式会社（本社：東京都青梅市、代表取締役社長：若林 猛 以下、「カシオ

マイクロニクス」といいます。）のWLP(*1)関連事業を主とする全事業に関する資産・負債等（カシオに対す

る借入債務等を除きます。）及び当該事業に関連してカシオが保有する資産・負債等を承継する予定の新会社

の発行済株式すべてを譲り受け、新たにWLP関連事業を開始することになりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式取得並びに事業開始の理由 

当社は、平成17年の事業開始以来、半導体製造工程におけるウエハテスト受託を主たる事業として、順

調に業績を拡大し、平成22年12月には東京証券取引所マザーズへの上場を果たしました。 

一方、カシオマイクロニクスは、創業以来、「ウエハバンプ(*2)形成」の技術開発及び受託加工事業に取

り組んでおりましたが、平成13年以降は、このバンプ技術を発展させた半導体パッケージである「WLP 

(Wafer Level Package)」の領域へ事業拡大をしてきました。 

この度、当社は、カシオと協議の結果、新たな成長戦略ドメインのひとつとして、業界トップクラスの

ポジショニングにあり、ウエハテスト受託事業とのシナジー効果が大いに期待されるカシオグループのWLP

関連事業等を承継することとなりました。 

WLPは、スマートフォンやタブレットPC等に代表される小型・低消費電力で高密度実装が必要な電子機

器に採用され、今後も急速な拡大が見込まれる事業と考えており、また、当社が成長の柱の一つと考えてい

るターンキービジネス領域の強化・拡大に貢献するものと考えております。 

本件の背景及び期待効果は以下の通りであります。 

 

・ 当社は、従前からアライアンスパートナーとして、カシオグループのWLP関連事業の特質を熟知して

おり、シームレスな事業展開が容易であること 

・ カシオマイクロニクスの顧客を引き継ぐことにより、WLP関連事業のみならず、ウエハテスト受託事業

における受注機会の拡大が期待できること 

・ パッケージング＋ウエハテスト（ファイナルテスト）というターンキーソリューションをもって、新

たな顧客開発が期待できること 

・ 半導体業界で培った当社の経営・技術・生産等のノウハウをWLP関連事業に注ぎ込み、WLP関連事業に

おける優位性を更に高めてゆくことが可能であること 

 

当社は、WLP関連事業の取得により、その業容の更なる拡充を図ってまいります。 
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２．異動の方法 

カシオが設立し、カシオマイクロニクスのカシオに対する借入債務等、一部の資産・負債を除く、カシ

オマイクロニクスの全事業に関する資産・負債等及び当該事業に関連してカシオが保有する資産・負債等を

吸収分割により承継する予定の新会社（以下、「株式会社テラミクロス（仮称）」といいます。）の発行済株

式すべてを当社が譲り受ける（以下、「本件株式取得」といいます。）予定であり、本日付で、カシオとの間

で本件株式取得に係る株式譲渡契約を締結いたしました。 

 

３．異動する子会社並びに新たな事業の概要（予定） 

（１） 名 称 株式会社テラミクロス（仮称） 

（２） 所 在 地 東京都青梅市今井三丁目10番地の６ 

（３） 代表者の役職・氏名 未定 

（４） 事 業 内 容 半導体電子部品の研究、開発、製造、販売 

（５） 当社での担当部門 未定 

（６） 資 本 金 未定 

（７） 設 立 年 月 日 平成23年７月20日（予定） 

（８） 大株主及び持株比率 カシオ計算機株式会社100％ 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 
（９） 

上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 
取 引 関 係

当社はカシオマイクロニクスに対し WLP の加工委託を

行っております。 

（10） 当該会社の最近３年間の財政状態及び経営成績 

株式会社テラミクロス（仮称）は、平成23年７月20日に設立予定であり、カシオマイクロニクスの一部

の資産・負債（カシオに対する借入債務を含みます。）を除いた、カシオマイクロニクスの全事業に関する

資産・負債等及び当該事業に関連してカシオが保有する資産・負債等を、吸収分割により承継する予定で

す。従って、株式会社テラミクロス（仮称）の最近事業年度にかかる業績（実績）はありません。なお、カ

シオマイクロニクスの直近決算（平成23年３月期事業年度）における売上高は6,053百万円、営業損失は

40百万円、経常損失は88百万円、当期純利益は56百万円となっております。また、カシオマイクロニク

スから株式会社テラミクロス（仮称）に引き継がれる資産の総額は4,689百万円、負債の総額は2,417百万

円、カシオから株式会社テラミクロス（仮称）に引き継がれる資産の総額は47百万円、負債の総額は76百

万円（平成23年３月31日現在の貸借対照表に基づき算出した概算額）となっております。 

 

４．株式取得の相手先の概要 

（１） 名 称 カシオ計算機株式会社 

（２） 所 在 地 東京都渋谷区本町一丁目６番２号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 樫尾 和雄 

（４） 事 業 内 容 
電卓、電子文具、時計などの個人向け情報機器、及びシステム機器、電

子デバイスなどの開発、販売 

（５） 資 本 金 48,592百万円（平成23年３月31日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 昭和32年６月１日 

（７） 純 資 産 153,232百万円（連結）（平成23年３月31日現在） 

（８） 総 資 産 402,456百万円（連結）（平成23年３月31日現在） 

（９） 

大株主及び持株比率 

（平成23年３月 

31日現在） 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱     15.96％ 

日本マスタートラスト信託銀行㈱        5.82％ 

日本生命保険相互会社              4.90％ 

有限会社カシオブロス                  3.58％ 

資産管理サービス信託銀行㈱          2.85％ 

資 本 関 係 該当事項はありません。 （10） 上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 人 的 関 係 該当事項はありません。 
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取 引 関 係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当事項はありません。 

 

５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（所有割合 ：０％） 

（２） 取 得 株 式 数 

1株 

（議決権の数：1個） 

（発行済株式数に対する割合：100％） 

（取得価額 ：600百万円） 

（３） 異動後の所有株式数 

1株 

（議決権の数：1個） 

（所有割合 ：100％） 

 

６．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 平成23年６月17日 

（２） 株式譲渡契約の締結 平成23年６月17日 

（３） 株 式 引 渡 期 日 平成23年10月１日（予定） 

 

７．今後の見通し 

平成24年３月期業績見通しに与える影響につきましては、現在精査中であるため、確定次第お知らせい

たします。 

 

以 上 

 

（参考）当期連結業績予想（平成23年５月11日公表分）及び前期連結実績       （単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成24年３月期） 
25,500 5,710 5,460 3,090

前期連結実績 

（平成23年３月期） 
21,381 5,181 4,835 4,151

 

 

用語解説 

*1 WLP  

(Wafer Level Packageの略) 

完成品の大きさがLSIのチップサイズと同等になるパッケージ技術です。 

ウエハ状態の LSI に主として再配線による下部電極を形成し、絶縁膜封

止を行い、バンプ電極形成後に、個々のチップに切り離す製法で高い技

術力が求められます。 

 

*2 ウエハバンプ ウエハの上に形成された小さな電極端子のことです。 

 

 

 


